台積公司的溫室氣體管理
第十八條 等級：領先
資料來源：2011年台積公司企業社會責任報告
台積公司每年確認其溫室氣體排放量，做為自身節能減碳的第一步，並且積極地將碳盤查與減量納為建立「台積綠色供應鏈」的重要項目
企業概述

台積公司成立於民國七十六年，是全球首創專業積體電路製造服務的公司。身為專業積體電路製造服務業的創始者與領導者，台積公司在提供先進的晶圓製程技術與最佳的製造效率上已建立聲譽。自創立開始，台積公司即持續提供客戶最先進的技術及台積公司 TSMC COMPATIBLE® 設計服務。

台積公司藉由與每個客戶所建立的堅強的夥伴關係，穩定地創造了強而有力的成長。全球的IC供應商因信任台積公司獨一無二的尖端製程技術、先鋒設計服務、製造生產力與產品品質，將其產品交予台積公司生產。在民國九十九年中，台積公司為全球四百多個客戶提供服務，生產超過七千多種的晶片，被廣泛地運用在電腦產品、通訊產品與消費性電子產品等多樣應用領域。

此外，考量到公司長期的成長和策略發展，台積公司決定投資照明（ Lighting）和太陽能（Solar Energy）相關產業，並計劃透過提供差異化的領導技術及提供客戶獨特價值的定位策略，來追求其中的諸多新商機。
案例描述
· 溫室氣體盤查
台積公司認為對抗氣候變遷與全球暖化，溫室氣體減量是重要手段，盤查則可提供減量依據。經由盤查結果可以訂出減量目標與優先順序，讓後續的減量過程更有效率，並且可以藉以確認減量成果，因此越早進行越好。
台積公司每年確認其溫室氣體排放量，做為自身節能減碳的第一步，並且積極地將碳盤查與減量納為建立「台積綠色供應鏈」的重要項目，要求與協助供應商建立溫室氣體盤查與計算產品碳足跡的能力。公司綜合這些努力建立了整體產品碳足跡及碳管理能力，增加產品的國際競爭優勢。這樣的做法也獲得政府、國內外綠色團體、主要投資人與客戶的認同。
台積公司溫室氣體排放可分為範疇一、範疇二與範疇三。範疇一為台積公司各廠區之直接排放，來源包括製程所使用溫室氣體（全氟化物、氫氟碳化物、氧化亞氮、甲烷、二氧化碳等）、燃料使用（如天然氣、汽油及柴油），以及化糞池、消防設備等逸散性排放源；範疇二主要為外購之電力與蒸汽等間接排放源；範疇三則包括員工差旅、產品及原物料運輸、原物料供應商生產及廢棄物回收與處理等其他間接排放源。台積公司自民國九十八年起，利用專案合作協助台灣地區上下游主要供應商建立溫室氣體盤查制度，並要求將盤查結果提供給台積公司，但因仍非所有國內外供應商都能提供完整的相關數據，且員工交通與產品運輸排碳相對極少，故範疇三排放資訊仍暫不包含於本報告中。台積公司將持續這項努力。台積公司於民國九十四年起即建立台灣所有廠區溫室氣體盤查制度，每年所有台灣廠區都必須完成其前一年該廠區之範疇一與範疇二之溫室氣體盤查，且須通過外部驗證機構符合ISO14064-1標準之查驗。同時，公司亦建立了內部環保、安全與衛生資訊系統，各廠區須定期將盤查結果登錄於此系統中。
台積公司海外廠區台積電（中國）有限公司、美國WaferTech亦依循ISO 14064-1標準自行盤查，並每年將盤查結果彙整於總公司。
台積公司美國子公司WaferTech持續進行溫室氣體排放減量，以達成民國一百零六年的減量20%的目標。WaferTech亦積極參與美國半導體協會溫室氣體排放量盤查與減量之相關活動。
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· 揭露溫室氣體資訊
台積公司對於溫室氣體揭露採取開放態度，透過各類管道將企業相關溫室氣體排放與減量資訊對外揭露。也藉由資訊揭露的過程，不斷自我檢討及取得外部建議以持續改善。相關資訊揭露管道如下：
● 自民國九十五年起即參與台灣半導體產業協會溫室氣體排放量盤查專案，每年揭露台積公司位於台灣地區所有廠區之溫室氣體排放與減量資訊，並取得符合ISO 14064-1標準的第三者驗證，最後自願性地將結果申報給台灣半導體產業協會及行政院環保署。
· 自民國九十四年起參與非營利組織碳揭露計劃（Carbon Disclosure Project, CDP）的評比，每年揭露氣候變遷相關訊息，包含全公司、子公司、關係企業與海外辦公室等之溫室氣體排放與減量資訊，並就法規、天災、財務與營運各面向之風險與機會進行檢討改善。相關資訊外界可以直接於CDP網站中查詢。
· 自民國九十年起每年參與道瓊永續指數評選，揭露溫室氣體排放與減量相關資訊。
· 自民國九十七年起每年均發行企業社會責任報告於公司網站，公開揭露相關資訊。台積公司亦提供客戶、投資人有相關諮詢。
· 除上述管道外，台積公司亦將溫室氣體排放與減量資訊揭露於電子工業公民聯盟（Electronic Industry Citizenship Coalition, EICC）之溫室氣體報告系統平台中，屬於EICC會員之客戶可透過此平台取得資訊。
· 溫室氣體排放減量
達成全氟化物排放過去十年減量承諾全氟化物（Perf luorinated Compounds, PFCs）是半導體製程必需使用的溫室氣體與最主要的溫室氣體排放源，包括四氟化碳（CF4）、六氟乙烷（C2F6）、六氟化硫（SF6）、三氟化氮（NF3）、三氟甲烷（CHF3）、全氟丙烷（C3F8）及八氟環丁烷（C4F8）等。
台積公司經過多年的努力，終於在民國九十九年達成了全氟化物十年減量目標，亦即排放總量降低至民國八十六年及八十八年的平均值之90%以下。此排放減量目標為排放總量的降低，對於產能不斷擴充的台積公司，可說是相當不容易。
台積公司持續積極參與世界半導體協會活動，協同訂定未來十年的全球自願減量目標。公司根據以往經驗所彙整成的全氟化物減量最佳可行技術方案，經台灣半導體產業協會之建議已被世界半導體協會採用，做為全球達成民國一百零九年減量目標之主要方式。
